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Abstract (en)
The device i.e. mobile load lock (5) has leak proof walls comprising an orifice (2) with a connection unit to equipment e.g. transfer chamber (3) and
processing chamber (1). An orifice (9) has a connection unit to a wafer transport case (8) i.e. Front Opening Unified Pod. A movement unit moves
the basket to the case. An orifice (6) has a connection unit to equipment chosen between an equipment front end module (7) and the chamber (3).
Wedges and placement arms place and support the wafers in a position and cooperate with a scoop for passage of wedges and arms via orifice (9)
or orifice (6).

Abstract (fr)
La présente invention a pour objet un dispositif apte à coopérer avec au moins un équipement de traitement de substrats, comportant des parois
étanches comprenant un premier orifice comprenant des moyens de connexion à un premier équipement choisi parmi une chambre de transfert
et une chambre de procédé, un deuxième orifice comprenant des moyens de connexion à une boîte de transport de substrats contenant un
panier, comprenant une série de plateaux parallèles empilés adaptés pour stocker chacun une plaquette de substrat, le panier étant susceptible
d'être transporté à l'intérieur du dispositif, des moyens de déplacement du panier de et vers la boîte de transport, et des moyens de blocage des
plateaux. Le dispositif comprend en outre un troisième orifice comprenant des moyens de connexion à un deuxième équipement choisi parmi un
module EFEM et une chambre de transfert, et des moyens de pose et de soutien d'une plaquette de substrat apte à coopérer avec des moyen de
déplacement de la plaquette de substrat pour permette son passage à travers le deuxième orifice et/ou le troisième orifice.
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